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칩스앤미디어, TSMC 3나노 라이브러리 수령…고객 IP구현 완성도 제고  

▶ 국내유일 TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼 IP파트너로 첨단공정 라이브러리 지속 협업 예정  

▶ TSMC의 AI 반도체 고객 성장과 더불어 지속적인 성장 

 

<2024-11-06> 

칩스앤미디어가 고객의 TSMC 라이브러리 테스트 완성도를 제고할 수 있는 솔루션을 확보했다. 

  

글로벌 비디오 IP 기술 선도 기업 칩스앤미디어(094360, 대표이사 김상현)는 6일, TSMC를 통해 

3나노 라이브러리를 수령했다고 공식 발표했다. 

이로써 칩스앤미디어 IP를 기존 TSMC 5nm뿐만 아니라 3nm에서 합성·테스트가 가능하게 됐다. 

라이브러리 테스트는 고객이 계약 전 TSMC의 해당 공정으로 칩스앤미디어 IP가 어떤 사이즈로 

구현되는지 여부를 미리 확인해 볼 수 있어 칩 개발의 용이성을 한층 높여준다. 

 

칩스앤미디어측은 “해당 라이브러리는 TSMC IP Ecosystem 협력사들 만이 받을 수 있는데, 첨단 

공정이 빠르게 발전하고 있어 향후 개발될 2nm 라이브러리까지 받을 것으로 예상하고 있다” 며 

“당사는 다년간 TSMC의 OIP 파트너이자 IP Alliance Partner로써 미국에서 개최하는 TSMC의 

기술 심포지엄에 꾸준히 참가하며 기술력을 인정받고 있다” 고 강조했다. 

 

실제로 TSMC의 OIP는 반도체 설계 및 제조 전반에 걸친 혁신적 기술 인프라로, 설계 장벽을 

낮추고 초기 실리콘 성공률을 높이는 데 중요한 역할을 한다. TSMC의 IP, 설계 구현, 제조 가능성 

설계(DFM) 기능을 활용해 파트너들과의 협력하고 이를 통해 반도체 설계 생태계 내에서 고객과 

파트너들이 신속하게 새로운 기술을 도입하고, 설계에서 양산, 시장 진입, 수익 창출까지의 

시간도 단축시키고 있다. 

특히, IP Alliance Program은 OIP의 핵심 요소로써 실리콘 검증 및 양산 경험이 풍부한 IP를 

제공하는 글로벌 주요 IP 회사들과의 협력을 통해 TSMC의 IP 생태계를 확장, 강화하고 있다. 

 

김상현 칩스앤미디어 대표이사는 “AI 반도체 시장이 급성장하고 있는 가운데, 당사와 TSMC의 

파트너십은 앞으로도 그 중요성이 더욱 커질 전망이다. TSMC의 OIP 파트너로서 AI 반도체 

시장에서의 리더십을 강화하고, 기술 혁신을 통해 글로벌 반도체 산업에서 지속 성장할 수 

있도록 최선을 다하겠다” 고 전했다. 
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